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《微处理器设计》

前言

阅读本书微处理器设计虽然并不难，但是有时它也很难。随着处理器复杂度的提高以及处理器设计团
队规模的扩大，设计工程师的工作已经变得更加专业化，只专注于设计流程中的一部分。设计流程中
的每一步骤都有各自的专业知识。现在，在处理器设计团队中工作一点也不难，并且也不需要对设计
中和自己无关的各个方面都有清晰的了解。同样，大部分书籍只关注于处理器设计中的一个特定方面
，通常不考虑前面和后面的步骤。本书的目的就是给出一个微处理器设计流程的整体描述，从处理器
的原始规划开始，涵盖所有必需的步骤，一直到向客户发货。在单单一本书里涵盖完整的设计流程，
意味着只能涉及每个步骤中最重要的方面。书末给出处理设计的关键概念和术语，使读者能对每个步
骤都有更多的了解。学生可以通过本书对设计有一个广泛的认识，然后决定哪方面是他们最感兴趣的
、想要进一步探索的领域。已经从事设计工作的工程师可以认识到他们的专业是如何嵌在整体流程中
的。非技术人员，如经理、商家或客户，可以了解到与他们共事的工程师用到的术语和概念。本书按
照微处理器设计的流程进行编写。前两章涵盖了设计真正开始之前所必需的概念。第1章讲述了晶体
管及其发展是如何驱动微处理器设计的。第2章描述了一些其他的与处理器进行通信的部件。第3章从
设计规划开始讲述处理器设计流程，后面的章节对每个所需的步骤进行一一介绍，一直到最终产品的
发货。处理器设计中的很多专业术语和缩写词在正文中进行了解释，但是在本书最后依然给出了术语
表，以供参考。在阅读本书之后，微处理器设计就不会显得很难了。处理器设计的未来半导体工业的
飞速发展使得对处理器设计未来的预测非常困难，但是有两个在未来几年里设计者必须解决的关键问
题。①如何能充分利用不断增加的晶体管数量？②如何能将处理器设计得更加节能？本行业有史以来
，第一个问题一直是处理器设计者面对的最大的问题。截至2006年年底，市场上拥有最高晶体管数量
的处理器包含的器件数超过了lO亿。如果以现在的增长率继续增长，2015年之前会出现100亿器件的处
理器，1000亿器件的处理器会于2025年之前出现。这些处理器会是什么样呢？对于如何使用更多的晶
体管这一问题，最近有一种回答，就是将多个处理器核放在一个芯片上。这是否意味着，一个100亿晶
体管的处理器仅仅是10个10亿晶体管处理器的组合？这的确是有可能的，但是，一个1000亿晶体管的
处理器几乎不可能是一个有100个核的处理器。至少现在，大多数软件问题还不能分割成这么多独立的
片段。
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《微处理器设计》

内容概要

《微处理器设计:从设计规划到工艺制造》以微处理器设计为中心，内容涵盖了从设计规划到工艺制造
的全部设计流程。全书共11章，对设计中需要的所有步骤进行了一一介绍，重点讲述了微处理器的发
展历程、计算机部件、设计规划、计算机架构、微处理器架构、逻辑设计、电路设计、版图、半导体
制造、微处理器封装以及硅片的调试和测试。书末给出了有关处理器设计的关键概念和术语，便于读
者理解和掌握。
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《微处理器设计》

作者简介

Grant McFarland拥有Stanford大学的电子工程博士学位。他的博士论文CMOS Technology Scaling and Its
Impact on Cache Delay预言了制造技术的尺寸缩小对处理缓存的影响Grant McFarland博士现在是IntelR公
司高级设计工程师，他在公司里创立了全体培训课程，并教授微处理器设计基础。他参与
了180nm.90nm和65nm工艺下PentiumR4微处理器的设计。
　　作者联系方式：grant. mcfarland@comcast.net
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《微处理器设计》
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习题  参考文献第5章  微处理器架构  5．1  引言  5．2  流水线  5．3  高性能设计  5．4  性能评估  5．5  微
处理器架构的关键技术    5．5．1  缓存存储器    5．5．2  缓存一致性    5．5．3  分支预测    5．5．4  寄
存器重命名    5．5．5  微指令和微码    5．5．6  重新排序、隐退以及重演    5．5．7  指令寿命  5．6  总
结  复习题  参考文献第6章  逻辑设计第7章  电路设计第8章  版图第9章  半导体制造第10章  微处理器封
装第11章  硅片的调试和测试术语表
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《微处理器设计》

章节摘录

插图：
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《微处理器设计》

编辑推荐

《微处理器设计:从设计规划到工艺制造》的读者对象为高等院校微电子专业的广大师生及工程技术人
员、研发人员。
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《微处理器设计》

精彩短评

1、详细介绍了微处理器设计流程，许多参考文献尤其值得一读！
2、作者是斯坦福博士，又在intel的Pentium4设计组工作过，水平没说的，理论和实践都是高手，此书
应该算是该领域的权威著作了。缺点就是这书的装订质量实在不敢恭维（纸张还可以），首先就是这
小16开本设计莫名其妙，现在很少有这种规格的书，放在一排技术书中间矮一截、窄一截，那叫别扭
啊，其次切边不齐，前面那位兄弟说的“书页的宽度是不同的”看来是普遍现象，开页那边看不平，
是一棱一棱的，另外我这本更严重，书的下边切歪了，书脊那边比开页那边短了将近2毫米，整本书
看起来不是矩形，而是梯形的！还有几页有破损，由于我不是爱书青年，也就忍了。还有就是亚马逊
的包装缩水了，书就包在一塑料袋里发货的，两本书表面都有磕碰的划痕（你想那快递公司能给你轻
拿轻放，文明装卸吗，和宠物侦探里的金凯利也差不多吧），所幸还不严重。
3、书好，但对我没什么实际用途~~
4、装订较差
5、这本书装订不怎么平整，不过内容不错，总的来说还好。
6、纸张参差不齐
不平整
不过内容还好
7、不错的书，值得看一看
8、从沙子到处理器，正如副标题说的，从设计规划到工艺制造，不错的介绍性图书，可以按图索骥
。But，有点贵。。。
9、内容有点像概述，不是特别的详细，如果想了解深入的，需要看其他的，如果想有个总的了解，
这本还是不错的
10、帮别人买的，据说还不错哦
11、反正我劝想做处理器的CSer们！！千万别走这条路啊！！！
12、书本身的内容很好，低调的外表掩盖了一本不错的书，有少许莫名其妙的误译。
13、好书推荐，看这本书就像在看历史书，有趣不枯燥~作者为Intel高级工程师
14、书页的宽度是不同的，有十多页是严重破损的。有n多页印刷不清的，这是这个月第二次拿到质
量有问题的书了，开始怀疑卓越的质量问题了
15、我希望发现内核和处理器界定标准，似乎本书给我了一些答案
16、讲的还算比较 详细的
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